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<^ (57) Abstract: A flat conductor frame for fitting with a semiconductor chip (2) and for covering with a plastic mass (4) has a 
^■j* single-piece, metal base body (3) on which an intermediate layer (5) is applied. The intermediate layer (5) has a surface (6) with a 
Is2 matrix of islands (14) of leftover materials having substantially a uniform height and cavities (10) extending therebetween. 



(57) Zusammenfassung: Ein Flachleiterrahmen zur Bestuckung mit einem Halbleiterchip (2) und zur Umhiillung mit einer Kunst- 
stoffmasse (4) hat einen metallischen einstiickigen Grundkorper (3), auf dem eine Zwischenschicht (5) aufgebracht ist. Die Zwischen- 
schicht (5) hat eine Oberflache (6) mit einer Matrix aus Inseln (14) zuruckbleibenden Materials von im wesentlichen einheitlicher 
Hohe und mit sich dazwischen erstreckenden LUcken (10). 
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